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@ COUVERTURE INCORPORANT UN DISPOSITIF D'lDENTlFICATION RADIOFREQUENCE. 

(§p L'Invention est relative d une structure multicouche 
me qu'un papier couverture de iivret, notamment de passe- 
port. 

Elle comporte un dispositif d'identification radiofrequen- 
ce (31, 32) ayant une puce (31), celie-ci est log6e dans 
l'6paisseur de la stmcture multicouche sans g§n6rer de su- 
rSpaisseur, les mat^rlaux constituant les diff6rentes cou- 
ches de la stnjcture multicouche sont cholsis, ainsi que 
I'epaisseur desdites couches, de ntani&re k ce que la cou- 
verture (20) soil rgslstante aux chocs m^caniques et themil- 
ques, notamment pulsse sublr un traitement de grainage et/ 
ou d'enjolivure par d^pdt d'un film par transfert i chaud et 
sous presslon et/ ou de lamination lors de d^dts de films 
de security. 
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La pi^sente invention conceme des structmes multicouches telles que des 
couvertures de liviets ainsi que leurs proc^es de falnication. 

Les pliers couvertures des livrets d61ivr& par les administrations subissent 
des chocs mecaniques et thenniques tr^s varies, que ce soft lors de leur fabrication ou lors 
5 de leur utilisation. Ces papiers couvertures ont subi le plus souvent une operation de 
gramage destinee a leur donner un aspect de surface attractif. Lors de cette operation de 
grainage, la couverture passe entre deux rouleaux d'embossage ou elle est soumise a une 
j[»ession relativement importante, de I'oidre d'une centaine de bars (10^ Pa). 

De plus, ces papiere couvertures des livrets ont subi dans certains cas aussi 

10 une op^on d'enjolivure par application d'un «foil » m6tallisi ou hologr^hique par 
une op^tion dite de transfert k chaud et sous pres^on. Lors de cette operation de d^t 
de «foil», la couverture passe dans une presse aii elle est soumise k une piession 
relativement importante et k une temperature relativement &ev6e. 

En outre, dans le cas particulier du passeport, le livret comprend un cahier 

15 constitu^ d'un ensemble de feuillets comportant une page de garde qui sera contrecoUee 
sur la face interieure du volet avant de la couverture et un fibn transparent destine k Itre 
transKre i chaud sur une des pages interieures ou sur la page de garde pour prot6ger les 
mentions variables qui y ont 6t& inscrites pr&dablement. Lors de reparation de transfert, 
le passeport est introduit dans un laminateur entre deux rouleaux chauff^s, et la 

20 couverture est soumise une nouvelle fois k une pression non n^gligeable. La temperature 
k laquelle la couverture est expose pent atteindie 130°C pendant plusieurs secondes. 

Bien entendu, le passeport doit par ailleurs printer une dur& de vie de 
plusieurs anndes, ea particulier de dix ans en Europe, et doit notamment poss^der les 
qualit^s de resistance k la circulation sufiSsantes. 

25 Pour rdpondre aux contraintes mentionnees d-dessus, colaines couvertures 

destinees aux passeports sont actuellement fabriqu^es en impr^gnant d'un polymere 
jusqu'a saturation un support cellulosique de 200 ^m d'6paisseur, puis en deposant par 
enduction k la rScle, sur Tune de ses faces, une couche de recouvrement de 50 \mi 
d'6paisseur, k base de polymeres et de colorants, pouvant comporter des micro-billes 

30 expans&s. Un vemis peut ensuite 6tre applique sur la couche deposfe par enduction pour 
conferer notamment de la brillance k la couverture et une certaine resistance mecanique k 
la rayure ou k Tabrasion. 
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Par ailleurs, on a cherche 4 renforcer la s&urit^ des passeports, notamment en 
les munissant d'un dispositif d'identification radio-frequence (RFID), comme d^crit dans 
le brevet US 5 528 222. Ce brevet decrit un complexe qui comprend une puce et une 
antenne, ce complete 6tant ensuite insert par exemple dans le volet avant de la 
5 cooverture du passeport. Ce brevet n'aborde toutefois pas de &9on d^l^ la mani&re 
dcast le dispositif dMdentification radio-fi^uence est finalement intdgr^ au passeport. Un 
premier inconvenient d'une telle couv^ture avec dispositif d'identification radio 
fii^quence se situe dans I'absence d'homog&^it6 de I'^paisseur entre le volet avant et le 
volet arri^re du passeport. Un second inconvenient vient du feit que I'insertion du 

1 0 complexe dans le passeport entraine une operation de transformation suppl^entaire Sur 
la machine de montage des passeports. 

La demande Internationale WO 00/26856 mentionne 6galement la possibility 
de munir un passeport d'un dispositif RFID. La puce est mise en place dans une 
ouverture d'un film en polyimide ou polyester, et maintenue dans cette ouverture au 

15 moyen d'une resine. 

Le passq)ort malais actuellonent en circuladon est muni d'un dispositif 
d'identification xaHo-fc^fomx. Ce dispositif d'identification est iDs6i6 dans le volet 
arri^ du passqport iors de son montage, entre le p^ier couverture grains et la p^e de 
garde du cahier de pages intMeures. Ce dispositif d'identification radioifrequence se 

20 presents sous la forme d'un complexe trijet compreoMt une puce relile k une ant^e, 
tous deux supportes par un film polyester, lui-mSme insert entre deux autres films 
polym^re destines k prot^ger la puce et I'antenne. Ce complexe pr^sente une surepaisseur 
au niveau de la puce. L'insertion de ce complexe dans le volet arriere du passeport est 
I'origine de deux, types de siirepaisseurs : difference d'^paisseur de 1650 jum entre le 

25 volet avant et le volet arridre du passeport, et difitece d'^paisseur de 650 sur le 
volet arri^ entre la zone ad se trouve la puce et la zone oH se trouve I'antenne. L'aspect 
d'un tel passeport attire de plus I'attcaition des fidsificateurs potratiels sur la presence du 
dispositif RFID. 

II existe, enfm, des passeports de demonstration dans lesquels le dispositif 
30 d'identification radiofiequence constitue simplement d'un tag (support polyester sur 
lequel sont presents la puce et I'antenne) comme par exemple le dispositif de marque Tag 
It ® de la societe TEXAS INSTRUMENTS, est insere entre le papier couverture graine 
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et la page de garde du cahio^, collie sur la couvertiire. La puce ratrs^e une sur^aisseur 
locale de plus de 200 jun et sa pr&ence se devine. De plus, elle demeure exposfe aux 
chocs et aux contraintes subis par le passeport lors du trans&rt k chaud du film 
transparent, notamment. 
5 On connalt par la demande intemationale WO 00/42569 une Etiquette 

incoiporant un dispositif d' identification radiofrequence. Cette Etiquette comporte une 
couche adh&ive et une couche de recouvrement dans I'^paisseur de laquelle est logee la 
puce du dispositif d'identification radiofr^juence. Cette demiere est relive k une antenne 
impnm^e. Une telle etiquette ne prfeenle pas de sur^paisseur au niveau de la puce, mais 
10 cependant elle n'est pas adapt^e & constituer un dispositif de s6curit6 satis&isant pour un 
passeport, car la presence de T^tiquette sur un des volets de la couverture du passeport 
entraitterait une difiKrence d'dpaisseur entre les deux volets. L'aspect d'un tel passeport 
attire 6galement Tattention des fidsificateurs pot^els sur la presence du dispoatif 
RFID. 

15 L'invention se propose de pallier aux inconvenients de I'art ant^rieur, 

notamment de foumir un papier couverture de livret comportant un dispositif 
d'identification radio frequence, ne pr^sentant aucune surepaisseur localisee, et de foumir 
un p^ier couverture de livret comportant un dispositif d'identification radiofir^quence 
pret 4 6tre mont^ dans un passeport sans op&ation suppl^mentaire pour le transformateur. 

20 II existe ^galement un besoin pour disposer de livrets, notamment de 

passeports, qui soient esA^ues et dans lesquels le ^ositif d'identification 
cadiofi^uence est suffisanunent bien pKft6g& pour garantir la fiabilit^ ndcessaire pendant 
toute la durte de validi^ du livret, c'est-4-dire plusieurs ann^ dans le cas d'un 
passeport 

25 La pr&ente invention propose une structure multicouche tel qu'un papier 

couvCTture de livret, notamment de passeport, caracteris6e par le fait qu'elle comporte un 
dispositif d'identification radiofi^quence ayant une puce, par le fait que la puce est logte 
dans I'epaisseur de la structure multicouche sans g^n^rer de surepaisseur, et par le fait 
que les mateiiaux constituant les difr^rentes couches de la structure multicouche sont 

30 choisis, ainsi que I'epaisseur desdites couches, de maniere & ce que la couverture soit 
resistante aux chocs mdcaniques et thermiques. Notamment, le papier couverture doit etre 
apte k subir les traitements de grainage et/ou d'enjolivure par dep6t d'un fihn ou « foil » 
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par transfert h. chaud et sous pression et/ou de lamination lors de d^pot des films de 
sdcurit^ transpaients sur les pages comportant les mentions variables du passeport. 

L'invention pennet d'obtenir un livret, notamment de passeport, dont la 
couverture soit esdi^tique et n'atdre pas I'attention des Msificateurs potentiels sur le 
5 dispositif d'identification radiofi^quence, car ne prisentant pas de sui^aisseur localise 
et ayant, le cas ^h^ant, un aspect grains. 

En outie, de par Tabsence de sur^aisseur localisSe et la protection du 
dispositif d'identification radiofi^uence, le papier couverture selon invention peut etre 
utilise lors de la fabrication du passeport de la m&ne manifere que les papiers couvertures 
10 conventionnels n'incorporant pas de dispositif d'identification radio&^uence, ce qui est 
tres avantageux pour les administrations notamment 

Dans une r&disation particuliere, la puce du dispositif d'identification 
radiofi-6quence est situde h proximite de la pliure de la couverture du livret, de maniere k 
se trouver dans une zone moins expose aux conttaintes, car partiellement rigidifi^e par 
IS la pliure. 

La structure muMcouche peut comporter au moins une feuille ayant une base 
fibreuse, comportant une quantite plus ou moins importante de fibres naturelles et/ou 
synth^ques, notamment de cellulose. Cette base fibreuse peut contenir un mat^riau 
polym^ dboisi de manidre k con^rer k la structure multicouche, d'une part des 

20 propri6t^ de r^stance k la d&;hirure pour resister aux conditions d'utilisation ulf^eures 
et d'autre part des propriety de resilience suffisantes pour proteger le dispositif 
d'identification radiojWquence des chocs m^caniques. Ce mat^riau peut etre choisi par 
exemple dans la liste suivante : caoutchoucs naturels ou synth^tiques, caoutchouc styrfene 
butadiene, polybutadi&ne, copolymdres butadidne-aciylonitrile, polym^res acryliques, 

25 polychloropr^ne, et leurs melanges. 

Dans une r&disation particuliere, la puce du dii^ositif d'identification 
radiofi^uence est log6e dans une couche de la stiucture multicouche qui pr6sente une 
^aisseur sup^eure ou 6gale k I'^paisseur de la puce et une r^lience lui peimettant, en 
cas de compression momentan^e, de conserver une epaisseur sup^eure ou £gale k 

30 r^sseur de la puce, de maniere k assurer la protection de celle-ci. Cette cotiche peut 
comporter une base fibreuse comportant une quantity plus ou moins importante de fibres 
naturelles et/ou syntii6tiques, notamment de cellulose, c^ base comportant elle-m&ne 
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un mat^riau polym^ dioisi de maniere k confdrer & la structure multicouche les 
propriftfe de r&ilience suffisantes pour prot^ger le dispositif d'identification 
radioMiuence des chocs m^aniques. Cette couche peut Stre aussi un mat^au de base 
polymfere uniqueraent, par example une enduction h. base de PVC, ^ventuellement 
5 plastifid, avec ^ventuellement des agents d' expansion. 

La structure multicouche peut comporter une couche d'un materiau a base 
polym^, apte au grainage. Ce polym^re peut ttre choisi dans la liste suivante: 
polymdres a base de PVC, 6ventueUement plastifi6, de polyurethanes ou d'^lastomSres 
naturels ou synfh^ques, avec dventudlement des agents d'expansion, Emulsions de PVC 
10 et de copolym&re butadi^acrylonitrile ou copolym^ butadidne/acrylonitrile/styrtoe, 
et lews melanges. 

L'invention a encore pour objet un passeport dont la couverture est consdtu^ 
par une structure multicouche telle que ddfinie plus haut. 

L'invention a ^galemeat pour objet divers proc^d6s de fabrication d'une 
15 couverture telle que d^finie plus haut 

L'mvention a notamment pour objet un proc^, caract6ris6 par le fait qu'il 
comporte les Stapes suivantes : 

- disposer le dispositif d'identification radiofi:£quence sur une premilse 

feuiUe, 

20 - assembler cette piemi^ feuille sur une deuxi^e feuille de maniere k 

obtenir une ^paisseur r&ultante sensiblement constante, la deuxidme feuille ^t 
sufGsamment compressible au moment de Tassemblage pour accueillir la puce dans son 
6paisseur. 

L'invention a encore pour objet un proc^^, caract^i par le fait qu'il 
25 comporte les Stapes suivantes : 

- disposer le di^)ositif d'identification radiofi:£quence (puce et antenne) sur 
une premiere feuille, 

- contrecoller cette premie feuille avec une deuxi6me feuille, la puce du 
dispositif d'identification radiofii^quence etant situfe sur Tinterieur de la premiere feuille, 

30 un trou ou une cavit6 ^t realist sur Tautre feuille, ce trou ou cette cavit^ ayant une 
fbime adapts k recevok la puce, la puce 6tant mise en place dans ledit trou ou cavi^ lors 
du contrecolk^e desdites feuilles. 
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On peut par exemple r^aliser la deuxifeme feuille avec un filigrane en creux 
dont la profondeur est sup&ieure h I'^paisseur de la puce, disposer la puce sur la premiere 
feuille et contrecoller la deuxi^me feuille avec la prani^ feuille de mani^ & ce que la 
puce vieniie se loger dans le filigrane. La proni^ feuille peut Sgalement comporter une 
5 cavite dans laquelle est partiellonent log& la puce. 

L'invention a encore pour objet un proc6i6, caract£ris6 par le Mt qu'il 
comporte les Stapes suivantes : 

- disposer le disposdtif d'identification radiofi?^uence (puce et antemie) sur 
une premiere feuille, 

10 -r^ser une deuxifeme feuille avec un trou ayant une forme adaptfe k 

contenirlapuce, 

• Mfdqaer une tioisieme feuille, 

- assonoibler par contrecollage les trois feuilles de &9on & ce que la deuxi^e 
feuille soit piacee en sandwich enUe la premi^ feuille et la troisi^ feuille et & ce que 

15 la puce soit log^ dans le trou de la deuxieme feuille. 

L'invention a encore pour objet un proc&Ii, caracteiisS par le fait qu'il 
conqporte les Stapes suivantes : 

- fabriquer une premiere feuille, 

- reiser une enduction avec une reserve sous forme d'une cavity ayant une 
20 forme adaptee a contenir la puce sur cette premiere feuille, 

- disposer le dispositif RFID sur cette feuille de fa9on i ce que la puce soit 
log6e dans la cavit6 r^isde precedemment, 

- t^aliser une enduction sur la feuille du catA du dispositif RFID de fefon k 
inot6gerce dernier. 

25 L'invention a oicore pour olget un pioc^, caractSrisd par le fait qu'il 

comporte les £t^>6s suivantes : 

- disposer le dispositif d'identification radioft^quence (puce et antenne) sur 
une promise feuille, 

- deposer sur cette premise feuille une enduction d'une ^aisseur 
30 sup6rieure a celle de la puce. 

On peut par exemple dispose le dispositif d'identification ladiofrequence sur 
une fece de la feuille puis enduire cette face de la feuille d'un melange k base d'une 
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r^sine iiquide non g^lifi^e, T^aisseur d^pos^e ^tant sup^rieure I celle de la puce aprte 
s&:hage. La couche d^os6e par enduction peut Stre grain^e api^ s&hage. 

On peut 6galement d^poser sur la &ce de la feuille portant le dispositif 
dUd^itification iadiofi:6iuence une lysine i base d'un composant thennofusible, 
5 r^sseur d^pos^e sup^rieure k I'^paisseur de la puce. On peut maiquer h chaud 
I'enduction aiin de cuter un grain juste avant le sdchage final. 

Dans les exemples de procedfe ci-dessus, la premiSre feuille peut comporter 
une base fibreuse, notamment une base p^ier, et Ton peut saturer cette base fibreuse 
avec un mat^riau, notamment un polym^re, par exemple un latex d'61astom6re, 

10 pennettant d'assurer la resistance au d&hirement et la protection ulterieure du dispositif 
d'idoitification ladiofir^uence. Cette premidie feuille peut en outre Stre enduite par un 
melange k base polym^, apte au giainage. Ce melange k base polym^ apte au grainage 
peut en vaiiante Stre d^s£ par enduction qn^s assmblage des premie et deuxi^me 
feuilles. La deuxi^e feuille peut gtre impr^gn^ avec un polymdre tfaermoplastique. 

15 On peut encore, selon un autre proc^ r^er une premi^ feuille k partir 

d'une base fibreuse, de preference satur^e en latex, embosser cette premie feuille de 
mani^ k ciier une cavit6 ayant une forme adapts k celle de la puce, realiser une 
deuxieme feuille k partir d'une base fibreuse, de i»6ference saturee par impregnation ou 
precipitation en masse avec des resines synthetiques ou naturelles, d^poser sur cette 

20 deuxieme feuille une puce et une antenne et contrecoUer cette deuxieme feuille avec la 
premiere de maniere a ce que la puce viernie se loger dans la cavite rMsee par 
Tembossage. 

La puce et Fantenne peuvent £tre dans un exonple de mise en oeuvre de 
rinvention fixte sur un film de support, par exeiiqile un film de polyestw, avant d'etre 
25 associees k une base fibreuse. 

Lorsque Tantenne du dispositif dMdentification RFID est realisee avec une 
eiuae conductrice, celle-ci peut con^porter un ou plusieurs agent d'infelsification, sous 
reserve bien entendu de la compatibilite avec Tenoe utilisee. 

D'autres caracteristiques et avantages de la presente invention ressortiront k 
30 la lecture de la description detailiee qui va suivre, d'exemples de mise en osuvre non 
limitatifs, et k Texamen du dessin annexe, sur lequel : 

- la figure 1 represeute de maniere sch&matique, en perspective, un 
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passqpoit confoime k rinvention, 

- k figure 2 repr^entelepasseportde la figure l,coiivertute& plat, 

- la figure 3 est une coui» partielle et schematique selon III-IU de la 

figure 2, 

5 - la figure 4 illustre un premier exemple de proc^dd de febrication de la 

couverture, 

- la figure 5 illustre un deuxiime exemple de proc^dd de fabrication de la 

couverture, 

- la figure 6 est une coupe partielle et schematique repr6sentant une cavite 
1 0 formte.sur Tune des feuilles de la couverture du passeport, et 

- la figure 7 est une coupe sch^tique et partielle d'une cavity rSalis^e par 

impression. 

On a repr^tS sur les figures 1 & 3 un passeport 1 0 dont la couverture 20 est 
munie d'un dispositif d'identification radiofii^uence 30, comportant une puce 31 et une 

15 antenne32. De nombreux fabricants proposent actuellement des dispositife 
d'identification radiofi^quence susceptibles de convenir, de sorte que la puce 31 et 
I'antenne 32 ne seront pas d^crites en detail, dans un souci de simplification de I'expos^. 
On peut citer notanament comme fabricants de puces adapttes, la soci6t6 INSIDE 
lECHNOLOGIES, la soci^t6 TEXAS INSTRUMENTS ou encore la sod^t^ 

20 POLYMERE FLIP CHIP CORPORATION, cette liste n'6tant pas limitative. 

Dans une realisation non illustr^e, la puce int^gre une antenne. Cela simplifie 
rincorporation du disppsitif d'identification radiofii^uoice dans la couverture du 
passeport mais pr^soite I'inconv^ent de r^duire la port^ de la liaison radio pouvant 
Stre^tablie avec un dispositif de lecture et/ou d'^riture. 

25 La puce 31 se situe de preference, comme on peut le voir sur les figures 

I et 2, ^ proximite de la pliure 21 de la couverture 20, par exemple dans une zone 
correspondant k un quart de la largeur du volet avant 22 ou arrifere 24 de la couverture, 
mesurde h partir de la pliure 21. 

Le passeport 10 con:q)orte un caiaet constitud d'un ensemble de feuillets 11 

30 ayant une page de garde 12 collte sur le verso du volet avant 22 de la couverture. Cette 
page de garde 12 est destinee k recevoir une impression de mentions variables puis k atre 
recouverte par un film ou « foil » transparent adheaf 13, i^pliqu^ par Ixansfert k chaud. 
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Dans rexenq>le des figures 1 & 3, la couverture 20 compoite ime couche de 
support 24 dont une &ce est recouverte par une couche 25 d'un materiau apte au 
grainage, et la surface ext6rieure de la couverture 20 presente un grain. 

L'autre face de la couche de support 24 porte la puce 31 et son antenne 32 et 
elle est recouverte par une deuxi^me couche 26, dans I'epaisseur de laquelle est log^ la 
puce 31. La face 27 de la coudie 26, qpposte h la coudie 24, constitue la surface 
IntMeure de la couverture 20. 

Lorsque Vanteaae 32 est r&disee par impresnon selective d*une encre 
conductrice sur la couche 24, et presente plusieurs spires, il peut Stie necessaire de 
d^poser localement un isolant 34 sur une portion des spires afin de pouvour r&dis^ sur 
cet isolant un pont de liaison 61ectrique 35, toujouts par ddpdt s^lectif d'une encre 
conductrice, pour relier I'une des extr&nites des spires k la puce 31, L'isolant 34 peut fitre 
d^pos^, par exemple, par impression selective. La puce 31 peut Stre reliee k I'antenne 32 
selon des proc^es bien connus, notanunent par le biais d'une colle conductrice, ou 
encore par thenno-compression ou par soudure. 

L'^aisseur de la couche 26 est sup^eure i I'epaisseur de la puce 31, de 
sorte que cette demi&re est protSgte des diocs k la fois par la couche 26 et par la 
couche 24. 

L'^)aisseur de la couche 26 est sufiBsamment grande, dans Texeniple d^t, 
pour qu'»i cas de compression de la couv^ture durant les traitements d'enjolivure et de 
confection du passeport, la couche 26 conserve une #paisseur sup&ieure k celle de la 
puce 31. Ainsi, compte tenu d^ mat&iaux utilises pour realiser les couches 24 et 26 et 
des dpaisseurs de ces demi^res, la couverture est capable de subir les traitements 
conventionnels de graine^e et de transfert i chaud du film 13 sur la page de garde 12. 

D'une maniSre g^n^rale, la couvCTture 20 peut Itre r^alis^e de multiples 
manieres, et les couches 24 et 26 peuvent presenter des constitutions diff^rentes, 
notamment comporter une base fibreuse ou non, Ainsi, la structure muWcouche illustr6e 
k la figure 3 n'est nullement limitative de I'invention. 

On va maintenant donner divers exemples de fabrication de la couverture. 

Exemple 1 

On commence par r^is^ vine prembie feuille ayant une base papier (fibres 
de cellulose avec ou sans fibres synth^ques), que Ton sature en latex de copolym^ 
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styitne-butaditoe pour assurer la resistance au d^chirement et la protection ult6rieure du 
dispositif d'identification radiofr^uem^e. 

On depose ensuite sur une face de cette premifere feuiile, apres sechage, la 
puce et I'antenne du dispositif d'identification radiofr&juence, par un precede 
5 conventionnel. On peut notamment r6aliser I'antenne par sdrigraphie au moyen d'une 
encre conductrice, puis etablir les connexions ^lectriques avec la puce par ^ermo- 
compression. Le cas 6(!b.imU on d^ose un isolant sur une partie des spires et Ton realise 
sur cet isolant un pont de liaison 61ectiique entre une extr^mi^ des spires et la puce. 

A ce stade de la fabrication, sur Tune des feces de la premie feuiile, 11 y a 
10 une sur^aisseur au niveau de I'antenne de Tordre de 30 (xm et au niveau de la puce de 
I'oidre de 200 urn. L'6paisseur de la premiere feuiile peut etre de I'ordre de 200 \ua 
aUleurs, par exemple. 

On a represents sur la figure 4, schSmatiquement, la premiere feuiile ainsi 
formee, avec la puce 31 fixSe dessus. 
15 Par ailleurs, on imprSgne avec un melange k base de polymere(s), par 

exemple de styr&ie-butadi6ne, un papier de type buvard, d'6paisseur supMeure k celle de 
la puce, ea le feisant passer dans un bain d'impregnation 40 pour former une deuxieme 
feuiile. L'^paisseur de cette deuxitoie feuiile peut gtre de I'ordre de 300 ftm, par 
exemple. 

20 Ensuite, on feit passer entre deux rouleaux 41 le papier de type buvard, 

humide satur^ polymere(s) et la premie feuiile ptealablement .&briquee, avec le 

di^sitif d'idoitification radiofi?6quence sur sa fece int^rieure. 

Lors de I'operation d'essorage, les deux feuilles se lient grSce au melange h 

base de polym&e(s) dont a ete imprSgne le papier de type buvard et ce dernier Spouse le 
25 relief de la puce du fait de sa compiessibilite a I'Stat humide. Ainsi, a I'emplacement de 

la puce, sous I'efFet de la pression des rouleaux 41, le matSriau d'imprSgnation est chassS 

et la puce s'enfence dans le p^ier de type buvard. 

On enduit ei^uite le CQnq>lexe ainsi formS, sur une fece, par exemple la fece 

ext&ieure de la premifere feuiile, avec un melange de polymdres, afin de conferer une 
30 aptitude au grainage. L'dpaisseur de la couche dSposSe par enducticn est par exemple de 

50 Mm. 

Un veniis d'impression (mat du brillant) peut gtre appliquS sur la coudie aina 
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d^s^, pour am^lioier I'aspect de sinface et la resistance k la circulation. 
Exemple2 

Dans ce deuxi^e exemple, on r^ise une prranidre feuille identique k celle 
de I'exemple pr^c6dent, portant le dispositif d'identification radiofr^quence, 
5 On amene un papier de type buvard, d'^paisseur sup6rieure k celle de la puce, 

par exemple de 300 >im d'epaisseur, au contact d'une encolleuse 42 pour impregner 
Tune de ses faces d'un polym^re tel qu'un polyac^te de vinyle, puis cette face ainsi 
enduite est amende au contact de la premidte feuille, entre deux rouleaux 41, conune 
illustc^i la figures. 

10 Le papier de type buvard, saturg en polym&ce(s) et la premiere feuille 

pr^ablement febriqu^e, portant le dispositif d'identification radiofi^dquence sur sa fece 
int^eure, se lient, le p^ier de type buvard ^usant le relief de la puce du feit de sa 
compressibilite k V&st humide. 

On enduit ensuite le complexe ainsi fotm^ sur Tune de ses fecra, destine k 
15 constituer la surface exterieure de la couverture, avec xm melange de polym^res 
pr^sentant une aptitude au grainage. L'^palsseur d^pos^e par enduction, par exemple sur 
la fece exterieure de la premiere feuille, peut Stre de Tordre de 50 ^m. 

Comme dans I'exemple precedent, un vemis d'impression (mat ou brillant) 
peut etre d^pos^ pour am^liorer I'aspect de surfece et la resistance k la circulation. 
20 Exemp le 3 

On realise une premie fraiiUe identique k celle des exemples in:ecedents, 
portant le dispositif d'identificati<m radiofi^equence. 

On febrique une deuxi^ feuille S3 avec une base p^ier, representee 
sch&natiquement k la figure 6, presentant un filigrane 50 en creux, de la forme de la puce 
25 31. La profondeur du filigrane 50 est leg^ment superieure k I'epaisseur de la puce 31. 
L'epaisseur du papier est par exemple de I'ordre de 300 ^im. La feuille 53 est de 
preference saturee en polymere(s) pour assurer la protection ulteriem-e de la puce. 

On contrecolle, apr^s avoir repere les emplacements de la puce 31 et du 
filigrane 50, la feuille 53 avec la premiere feuille precedemment realisee, de manidre a ce 
30 que la puce 3 1 vienne se ioger dans le filigrane SO. Le collage peut se faire k fix>id ou k 
chaud. La feuille 53 etant encore humide, on passe le complexe ainsi forme oitre deux 
rouleaux et Ton proc^e k son sechage. 
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On peut eoduiie la &ce du compile destm^e k constituer la surface 
ext^rieure du passepcnt avec un melange de polym^es pr^sentant une aptitude au 
grainage et d&^tsa sur cette enduction un verais d'impression (brillant ou mat) aim 
d*aiii£lior»r I'aspect de surface et la resistance k la circulation. 
5 Exemp le4 

On iMise une piemi&re feuille identique k celle des exemples prdc^deots, 
portant le dispositif d'identification radiofr^uence. 

Une deuxieme feuille est fabriqu^e avec un trou rMs6 par gravure laser ou 
mdcaniquement k I'emporte pi^, ce trou ayant une forme correspondant k celle de la 
10 puce et une ^paisseur au moins supdrieure k celle de la puce. Cette deuxieme feuille peut 
' ^ventuellemeDt gtie satur^e en polymdre(s) pour assurer une protection ultdrieure de la 
puce. La deuxi^e feuille pr6sente par exemple une dpaisseur de I'ordre de 200 (im. 

On fabrique par aiUeurs une Iroisitoie feuille, & partir d'une base papier, que 
Ton sature de preference avec une ou plusieurs rdsines syntfaddques ou naturelles, par 
15 exemple des latex eiastomSres, par in^[ir6gnation ou precipitation en masse, le materiau 
d'impregnation etant choisi de mani&re k pKA&get le dispositif d'id«n.tification 
radiofi^quence ulterieurement. Cette tioisi^me femlle presente par exonple une ^sseur 
deTordrede lOOnra. 

Ensuite, les trois feuilles sont contrecoliees de maniere repdree, la deuxieme 
20 feuille etant appliqude sur la premiere feuille conqwrtant la puce, cette demiere venant se 
loger dans le trou. La troisieine feuille vient recouvrir la deuxieme feuille du cdte oppose 
& la premiere. 

On enduit ensuite la fece exterieure de la premi^ feuille avec un meiai^e de 
polymeres presentant une aptitude au grainage. 
25 Eventuellonent, un vemis d'impression (brillant ou mat) peut Stre depose sur 

cette enduction pour ameiiorer Taspect de surfece et la resistance k la drculation. 

Exemple 5 

On realise une premiere feuille identique k celfe des exemples precedents, 
portant le dispositif d'identilication radioirequence. 
30 On enduit ensuite cette feuille k I'aide d'un racle, sur la fece comportant la 

puce, avec un melange type «plastisol» k base de PVC additionne de plastifiant et 
d'^mt gonflant. On geiifie Tensemble dans un four k tunnel k la temperature de Tordre 
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de 200°C. Les quantit6s de plastifiant et d'agent gonflant sont ajustees de fa^on k ce que 
Tenduction presente aprds gelification et refioidissement une compressibility telle que 
r^paisseur de la couche, lors d'un enfoncement ou i^rte un enfoncement, teste 
sup^eure h I'^paisseur de la puce, afin de prot^ger cette demi^. On d^se par 
exemple une 6paisseur de I'ordre de 300 jun. La couche d&pos&e par enduction peut fitre 
grain^e apres sechage. Cette couche, apihs gelification et refroidissement, s^orte les 
caract6ristiques m^caniques recherch^es. 

Un vemis d'impression (brillant ou mat) peut fitre d^pos^ sur I'enduction pour 
am^liorer I'aspect de surface et la resistance k la circulation. 

Exemple 6 

On realise une feuille identique k la proniere feuille des exemples precedents, 
portant le dispositif d'identification radiofiequence. 

On enduit oisuife cette feuille sur la fece portant le dispositif d'identification 
radiofiequence avec un melange k base d'une resine dite &hotmelt», compoenant une 
poudie tfaermofusible, par exemple du polyucethane k Faide d'un systtra& d'extrusion 
adapte. 

Le polymere retenu pour renduction est choisi de maniere k presenter une 
compressibilite telle que I'epaisseur de la couche deposee par enduction, lors d'un 
enfoncement ou aprSs enfoncement en cas de choc, reste superieure k I'epaisseiu- de la 
puce, afin de proteger cette demiSre. L*epaisseur deposee est par exemple de I'ordre de 
300 pm. 

On peut marquer & chaud I'enduction realisee afin de creer le grain souhaite. 

Ensuite, un vemis d'impression (brillant ou mat) peut ^ depose sur la 
coudie deposee par enduction, eventuellemeht gtainee, pour ameiiorer son aspect de 
sur&ce et la resuitance d la circuladon. 

Exemp le 7 

On realise une premiere feuille k partir d'une base papier (fibres de cellulose 
avec ou sans fibres synthetiques), eventuellement saturee en latex, et I'on enduit une 
premiere face de cette base papier d'un melange a base de polymeres presentant une 
aptitude au grainage, puis on depose eventuellement un vemis d'impression (brillant ou 
mat) sur cette enduction. L'^aisseur de la base p^ier est par exemple de I'ordre de 
200 }im et I'epaisseur de la couche apt& au grainage de I'ordre de SO ^m, 
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On r6alise ensuite une cavity, de piofondeur au moins siqi^eure k celle de la 
puce et ayant une forme adapt^e k celle de la puce, par embossage mdcanique sur la 
deuxifeme face de cette base papier. 

Eventuellement, la premiere face est grain6e simultan^ment. 
5 Une seconde feuille est fabriqute par ailleurs, i partir d'une base papier qui 

est de pt&Sk&ace satur^ par impregnation ou precipitation en masse avec des resines 
synth^ques ou naturelles, par exemple des latex diastemas, visant k renforcer sa 
coh&ion et k piot^ger ulterieurement le dispositif d'identification radiofr&iuence. 
L'^sseur de cette seconde femlle est par exemple de 200 ]aa. 
10 Sur cette seccmde femlle, on d^se une puce et une antenne par un proc6d6 

conventionnel. 

On contrecoUe ensuite cette seconde feuille, portant la puce et Fantenne, sur 
la piemi&« feuille, de mani&e 4 ce que la puce vi«me se log» dans la cavity r6alis6e par 
embossage. 

IS Apr^scontrecollage,lecomplexe£3tmeests6ch£. 
Exemple 8 

On realise une premiere feuille comme dans Texemple 7. 
On realise ensuite une cavit6 de profondeur s^blement 6gale k la moiti^ de 
celle de la puce sur cette feuille, par embossage m&»mique. 
20 On realise une deuxi^ feuille comme dans I'exemple 3, avec un filigrane 

dont r^paisseur est sensiblement ^gale k la moiti^ de celle de la puce munie de son 
antenne, par exemple du type IC-Liric® de la societe INSIDE TECHNOLOGIES. 

On assemble ensuite les deux feuilles, la puce ^tant compl^tement log^e dans 
les cavites en regard de chacune des feuilles. 
25 Exemple 9 

On r^ise une premiere feuille identique k celle de I'exemple prudent. 
On munit ensuite la face de cette premie feuille oppos^ a celle portant 
Tenduction du dispositif d'identification radio&equence. 

Pour ce &ire, on peut commencer par d^oser une encre conductrice, par 
30 exemple par s^graphie, de fii^on selective afin de former deux zones de connexion pour 
la puce et un pont de liaison ^lectrique qui permettra de relier uitdrieurement une 
extr^t^ de I'antenne & Tune desdites 2x>nes de connexion. 
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On depose ensuite une encre isolante, par exemple par s^rigraphie, de fa9on 
selective, afin de fonner une reserve au niveau des zones de connexion et au niveau de 
rextr^mit^ du pont de liaison oppose k la 23one de connexion coirespondante. 

On realise les spires de I'antenne en ddposant de Tencre conductrice, par 
5 exemple par s6igraphie. L'encre utilis& pent contenir des agents d'infelsification. 
L'antenne est connectee 61ectriquement par Tune de ses extr^tSs k Tune des zones de 
connexion pr^itees et par Tautre extrimit^ h I'extr^t^ libre du pont de liaison 
^lectrique. 

On depose une couche isolante, par exemple par serigraphie, de fayon 
10 selective, de fafon a fonner une reserve d'une ^paisseur au moins ^quivalente k celle de 
la puce et pouvoir loger celle-ci au sein de la structure finale sans cr^r de sur^paisseur. 
L'^paisseur de la couche d'isolant d6pos6e est par eitemple de I'ordre de 300 \un. 
L'isolant pent Stre d^s6 en une ou plusieurs passes et peut comporter un agent 
d'ffl^iansion. 

15 Apd^ mise en place de la puce on procMe, ^ventuellemeiit, au d6pdt d'une 

couche de protection &cultative sur la couche d'isolant 
Exemple 10 

On commence par rdaliser une premie feuille identique k celle de I'exemple 

pr6c^ent. 

Ensuite, on depose par exemple par serigraphie sur la fece de cette premiere 
feuille oppose k celle qui a ^t^ enduite d'un mdange spte an grauiage, une encre 
conductrice de mani^e a fonner les spires de Tantenne. 

Apres, on depose de mani^re selective une enoe isolante 34, et Ton r&ilise le 
pont de liaison Sectrique 35 enlre une extr6mit6 des spires et une zpne de connexion pour 
la puce. On procMe alors au d^t d'une couche isolante, par exemple par serigraphie, de 
&9on selective, afin de former une reserve d'^aisseur au moins ^valente k celle de la 
puce. 

Une fois la puce mise en place dans la cavity formte dans la couche isolante, 
on peut recouvrir celle-ci d'une couche de protection fecultative. 
Exemple 11 

On procdde comme dans I'exemple l,k]& diff^ce prds que la puce et 
I'antenne sont portdes par un support flexible de &ible ^sseur tei qu'un film 
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syndi^que, un film de polyester par exemple. 

Le film de support, portant la puce et Tantemie, est ensuite associ^ k une 
feuille de type buvard. 

Dans les exemples 1 a 6, la premiere feuille peut Stre realis6e, en variante, d& 
5 Torigine avec une enduction apte au grainage et/ou recevoir un vemis d'impression. 

D'une manifire g^n6rale, le mat6riau saturant la base papier de la premiere 
feuille des examples 1 & 10 ou la deuxi^me feuille des exemples 1^4, peut etre une 
resine i^ntbdtique, naturelle, par exemple un 61astomere ou un melange de r^sines, ce 
mat£riau choisi afin d'appoctst de la flexibility am^liorer la resistance a la 
10 dtehirure, la resistance k la dSfoimadon lois d'une compression et la resilience. On peut 
notamment utiliser comme polym^ de type dlastomi^, des copolym&res de styr^ne 
butadi&ie (SBR), du polybutaditoe (BR), des copolym&es butadifene-aciylonitrile 
(t^BK), des polymasres acryliques, du polychloroprfeoe, des polyisoprfenes, cette liste 
n'etant pas limitative. 

15 Comme melange k base de polymdre(s) utilisable pour conferer I'aptitude au 

grainage, on peut citer certains polymSres nitro cellulosiques, polyurethanes, acryliques 
ouvinyliques. 

Comme polymferes utilisable(s) pour constituer I'isolant des exemples 5 et 6, 
on peut cit« les polym&es thetmoplastiques k base de PVC, de polyin6thanes et les 

20 eiastom^ naturels ou synthetiques. On peut notamment utiliser du FVC plastifie ou 
« plastisol », qui contient des plastifiants, par exemple des esters de I'acide pthalique, de 
I'acide odipique, de Tacide s^badque ou de I'acide phosphorique. On peut aussi utiliser 
des eiastom^ de polyuretoe. On peut encore meianger une Emulsion de FVC avec 
d'autres dispersions de copolym^es butadi^e/acrylonitrile ou copolym&'e 

25 budatifene/acrylonitrile/styr^ne, qui jouent le r61e d'agents plastifiants. On peut enfin 
introduire dans le polymere, notamment lorsque celui-ci est depose par impression ou 
enduction, et comporte par exemple du PVC, des agents d'expansion fonctionnant par 
exemple par un precede exothermique. Comme stents d'e^qpansion, on peut citer 
notamment des produits comme le G^nitron® k base d'azodicarbonanide ou de 

30 sulfohydrazide, qui ^>res decomposition k la temperature donne des gaz tels que le 
monoxyde d'azote ou I'hydrogtoe, le di<»yde de caibone ou Tammoniac, entrainant ainsi 
la creation de cellules et le gonflement de Tenduction. On peut aussi utiliser comme agm 
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d'e3q)ansioii de l*eau, dans le cas d'un isolant de type polyurfifliane fahiqu^ i partir de 
disocyanate de thyl^ne, de polyester, et de polyether. 

Dans les exemples 1 4 10, on pent remplacer la base pq>ier par toirte autre 
base fibreuse, notamment un non tiss6. 
5 Bien entendu, I'invention n'est pas limit^e aux exemples de realisation qui 

viennent d'etre decrits. En particulier, I'invention s'applique f galement & la fabrication de 
documents dans lesquels la structure multicoudie integrant la puce n'est pas assemblee 
avec un cahio*, par exemple une carte d'identit^. 

La couverture peut subir des traitements d'enjolivure, notamment 
10 I'apidication par transfert k chaud et sous jnession d'un film m^lis^ colar6 ou 
holographique, ce film pouvant Stre d£pos6 sur la couverture avant collage du cahier ou 
sur le livret apihs mise en place du cahier. 

La couverture peut recevoir I'impression par heliogravure ou par sdtigraphie 
d'un motif visible ou invisible, de s^curite ou non. 
15 On peut r^aliser I'int^gration de la puce dans la couverture du passeport par 

d'autres proc^& que ceux qui viennent d'Stre d&rits, en fonction de la structure du 
' dispositif d'identification radiofi^uence. 

La couverture peut comporter un nombre plus ou moins grand de couches 

difl^rentes. 

20 L'antenne peut dtre rMis^ autremeht que par s^gnq)hie, par exemple par 

transfert d'un fihn reconvert de pistes conductrices en cuivre r&disdes par gravure. 

L'Inventian n'est pas limitee aux passports et s'^lique ^galement k la 
febrication des livrets de famille ou d'^pargne entre autres. 

Sur les figures, les epaisseurs relatives r^elles n'oiit pas &6 respect^s, dans 
25 un souci de clart^ du dessin. 
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REVENDICATIONS 

1. Stnwrtiire multicouche telle qii'un papier couverture de livret, notamment 
de passeport, caracteriste par le fait qu'elle comporte un dispositif d'identification 

5 radiofir^quence (31, 32) ayant une puce (31), par le fait que la puce est logfe dans 
r^paisseur de la structure multicouche sans gen&er de surepaisseur, et par le feit que les 
matdriaux constituant les differentes couches de la structure multicouche sent choisis, 
ainsi que I'dpaisseur desdites couches, de maniere k ce que la couverture (20) soit 
resistante aux chocs mdcaniques et thermiques, notamment puisse subir un traitement de 
10 grainage et/ou d'enjolivure par d6p6t d'un film par transfert h chaud et sous pression 
et/ou de lamination lors de d6p6ts de films de sdcurit^. 

2. Structure multicouche selon la revendicadon prfic^ente, caract&is^e par 
le feit que la puce (31) est situde i proximity d'une pliure (21). 

3. Structure multicouche selon I'une des revendications 1 et 2, caracterisde 
15 par le fait qu'elle comporte au raoins une feuille ayant une base fibreuse, notamment un 

buvard cellulosique ou un non tiss6. 

4. Structure multicouche selon la tevendication precedente, caractdrisee par 
le fait que la base fibreuse contient un materiau polymere choisi de maniere a confdrer h 
la structure muhicouche, d'une part des propridt^s de resistance a la ddchirure et d'autre 

20 part des propri^tfe de r&ilience suffisantes pour proteger le dispositif d'identification 
radiofr^uence des chocs m&:aniques. 

5. Structure multicouche selon la revendication pr6c&iente, caract6ris6e par 
le fidt que ledit mat&iau polymdre est choisi dans la liste suivante : caoutchoucs naturels 
ou synthdtiques, caoutchouc styrtoe butadiene, polybutadiene, copolymferes butadiene- 

25 acrylonitrile, polym^ires acryliques, polychloroprtoe, et leurs melanges. 

6. Structure multicouche selon Tune des revendications prte^entes, 
caract6ris6e par le fait que la puce du dispositif d'identification radiofrequence est logee 
dans une couche (26) de la structure multicouche qui prdsente une 6paisseur superieure k 
rspaisseur de la puce et une resilience lui permettant, en cas de compression 

30 momentanee, de conserver une dpaisseur superieure ou 6gale I'epaisseur de la puce. 

7. Structure multicouche selon la revendication 6, caracterisee par le fait que 
ladite couche (26) comporte une base fibreuse. 

BRMMTJCWFTTAO 
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8. Structure multicouche selon la revendication 6 ou 7, caract^s^ par le fait 
que ladite couchc (26) comporte un mat^riau polymfere choisi de mani&e k conferer a la 
structure multicouche des propriety de r&ilience suffisantes pour prot^ger le dispositif 
dMdentification radiofr6quence des chocs m^caniques. 
5 9. Structure multicouche selon I'une quelconque des revendications 

precedentes, caracterisee par le fait qu'elle comporte une couche d'un mat^riau k base 
polymere, apte au grainage, notamment choisi dans la liste suivante : polymeres a base de 
PVC, 6ventuellement plastifie, de polyurfithanes ou d'elastom^res naturals ou 
synthitiques, avec eventuellement des agents d'expansion, emulsions de PVC et de 
10 copolymere butadidne/acrylonitrile ou copolymfere butadiene/acrylonitrile/styrfene, et 
leurs melanges. 

10. Structure multicouche selon I'une quelconque des revendications 
prfe&lentes, caract^riste par le fait que le dispositif d'identification radiofi^quence 
comporte une antenne serlgrsqphide. 
15 11. Passeport, comportant une couverture constituee par une structure 

multicouche telle que definie dans I'une quelconque des revendications precedentes. 

12. Procdd^ pour fabriquer une structure multicouche telle que definie dans 
I'une quelconque des revendications 1 a 10, caracterise par le fait qu'il comporte les 
etapes suivantes : 

20 - disposer le dispositif d'identification radiofiequence sur une premiere 

feuille, 

- assembler cette premifere feuille sur une deuxifeme feuille de mani^sre a 
obtenir une ^paisseur r^sultante sensiblement constante, la deuxieme feuille 6tant 
suffisammeat compressible au moment de I'assemblage pour accueillir la puce dans son 

25 6paisseur. 

13. Procede pour realiser une structure multicouche telle que defmie dans 
i'une quelconque des revendications 1 k 10, caract6ris6 par le fait qu'il comporte les 
etapes suivantes : 

-disposer le dispositif d'identification radiofr6quence sur une premiere 

30 feuille, 

- contrecoUer cette premiere feuille avec une deuxieme feuille, la puce du 
dispositif d'identification radiofr^quence etant situte sur Tin^rieur de la premifere feuille. 
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un trou ou une cavit^ etant i^is6 sur Tautre feuille, ce trou ou cette cavity ayant une 
forme ad^tee ^ recevoir la puce, la puce 6tant raise en place dans ledit trou ou cavity lore 
du contrccoUage desdites feuilles. 

14. Proced6 selon la revendication 13, caract&is^ par le fait que la premiere 
5 feuille comporte dgalement une cavit6 dans laquelle est partiellement log^e la puce. 

15. Proc^dd selon Tune des deux revendications precedentes, caracterise par 
le feit que Ton realise la deuxi^me feuille avec un filigrane (50) en creux dont la 
profondeur est superieure i Pdpaisseur de la puce (31), par le feit que Ton dispose la puce 
sur la premiere feuille et par le feit que I'on contrecoUe la deuxieme feuille avec la 

10 premiere feuille, de manifere 4 ce que la puce (3 1) vienne se loger dans le filigrane (50). 

16. Proced6 pour febriquer une structure multicouche telle que definie dans 
I'une quelconque des revendications 1 a 10, caractdris6 par le feit qu'il comporte les 
etapes suivantes : 

-disposer le dispositif d'identification radiofrequence sur une premiere 

15 feuille, 

-realiser une deuxieme feuille avec un trou ayant une forme adaptee a 
contenirlapuce, 

- febriquer une troisieme feuille, 

- assembler par contiecollage les trois feuilles de fa^on k ce que la deuxifeme 
20 feuille soit plac6e en sandwich entre la premifere feuille et la troisieme feuille et a ce que 

la puce soit logee dans le trou de la deuxieme feuille. 

17. Proc6d6 pour febriquer une structure multicouche telle que definie dans 
I'une quelconque des revendications 1 k 10, caract6ris6 par le ftut quMl comporte les 
6ta^s suivantes : 

25 - fabriquer une premiere feuille, 

- r6aliser une enduction avec une reserve sous forme d'une cavite ayant une 
forme adaptee a contenir la puce sur cette premiere feuille, 

- disposer le dispositif d'identificadon radiofrequence sur cette feuille de 
fa^on i ce que la puce soit logee dans la cavitd r^iste pr6c6derament, 

30 -realiser une enduction sur la feuille du cotd du dispositif d'identification 

radiofi«qu«ice de fa^on k prot6ger ce dernier. 

18. Procdde pour r&diser une stmctuie multicouche telle que definie dans 
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Tune quelconque des revendications 1 a 10, carac^ris^ par le fait qu'il comporte les 
Stapes suivantes : 

- disposer la puce du dispositif d'identification radiofr^quence sur iine 
premidre feuille, 

5 - deposer sur ladite feuille une enduction supdrieure h I'dpaisseur de la puce. 

19. Precede selrat la revendicationprecedente, caracterise par le fait que Ton 
depose le dispositif d'identification radiofrequence sur une face de la feuille, que I'on 
enduit cette face de la feuille d'un melange a base d'une r6sine liquide non g^lifiee, 
r^paisseur deposee etant sup&ieure k celle de la puce. 
10 20. Precede selon la revendication pr6c6dente, caracteris6 par le fait que la 

couche ddpos^e par enduction est grain^e apr^ s^hage. 

21. Proc&l^ selon la revendication 18, caiacteris6 par le fait que Ton depose 
sur la &ce de la feuille portant le dispositif d'idoitification radioir^quence, une r^sine t 
base d'un composant thermofusible, l'6paisseur d^posfe 6tant sup6rieure a I'epaisseur'de 

IS la puce. 

22. Procdd^ selon la revendication pr6cedente, caract6is6 par le fait que I'on 
marque h chaud I'enduction afln de cr^er un grain. 

23. Precede selon I'une quelconque des revendications 12 ^ 22, caract6ris6 
par le fait que la premiere feuille comporte une base fibreuse, notamment une base 

20 papier, par le fait que I'on sature cette base fibreuse avec un materiau, notamment un 
latex d'elastomfere, pennettant d'assurer la resistance au dechirement et la protection 
ult6rieure du dispositif d'identification radiofrequence, et par le fait que I'on ddpose sur 
une &ce de cette premie feuille, apr&s s^cha^ la puce et I'antenne du dispositif 
d'identification radiofi:i6quence. 

25 24. Precede selon I'une des revendications 12 a 23, caracterise par le fait que 

la premiere feuille est enduite par un melange & base polymere, apte au grainage. 

25. Procdde selon I'une des revendications 12 1 5, caracterise par la fait que 
Ton depose par enduction un melange k base polym&e apte au grainage aprfes assemblage 
des premiere et deuxieme feuilles. 

30 26. Proc6d^ selon I'une des revendications 12 et 15, caracterise par le fait 

que Ton impr6gne la deuxieme feuille avec un polymfere thermoplastique. 

27. Precede selon la revendication 13, caracterise par le fait que I'on realise 

BIU)567JCIUn/AO 
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une premi&e feuille k partir d'une base fibreuse, de pr6f6rence saturfe en polymftre, 
notamment un latex, que Ton embosse cette premie feuille de maniere a order une 
cavity ayant une forme adaptde h celle de la puce, que I'on realise une deuxieme feuille a 
partir d'une base fibreuse, de preference satur^ par imprdgnation ou precipitation en 
masse avec des r&ines synthetiques ou naturelles, que Ton depose sur cette deuxieme 
feuille une puce et une antenne, et que Ton contrecoUe cette deuxieme feuille avec la 
premiere, de mani6re k ce que la puce vienne se loger dans la cavite x6a\is6e par 
I'embossage. 

28. Precede selon I'une quelconque des revendications 12 ^ 22, caracterise 
par le fait que la puce et Tantenne sent fix€es sur un film de siq>port, notanunent un film 
de polyesta, avant d'etre associees k une base fibreuse. 
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